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L'inventlon a pour objet une structure de blindage electromagnetique et 
concerne plus particulierement la connexion electrique a la masse de cette 
structure. 

Une structure de blindage electromagnetique est par exemple utilisee dans 
un ecran de visualisation tel qu'un ecran plasma. 

Un ecran plasma comporte un melange de gaz plasmagene (Ne Xe Ar) 
emprisonne entre deux feuilles de verre, et des luminophores disposes sur la 'face 
mterne de la feuille arriere de I'ecran. Le rayonnement lumineux ultraviolet emis 
par le melange de gaz plasmagene tors de la decharge plasma entre les deux 
feu.lles de verre interagit avec les luminophores de la face interne de la feuille 
arnere pour produire le rayonnement lumineux visible (rouge, vert, bleu) Xjn 
mecanisme de desexcitation des particules de gaz rentre en competition avec 
lemiss.on U.V., ce qui engendre un rayonnement infrarouge entre 800 et 1250 hm 
dont la propagation, principalement au travers de la face avant de I'ecran peut 
etre a I'origine de perturbations tres genantes, notamment pour les equipements 
s.tues a proximites et commandes par infra-rouge, par exemple au moyen de 
25 telecommandes. 

Par ailleurs, comme tous les appareils eiectroniques, les ecrans plasma 
possedent des systemes d'adressage (drivers) qui peuvent generer un 
rayonnement parasite vis-a-vis d'autres dispositifs avec lesquels ils ne doivent pas 
interferer tels que microordinateurs, telephones portables... 

Afin d'annihiler, et pour le moins reduire, la' propagation de ces 
rayonnements, une solution consiste a disposer centre la face avant de I'ecran de 
vsualisation une structure a la fois transparente et metallisee pour assurer un 
blindage electromagnetique. 

Un exemple de structure de blindage connu tel qu'illustre sur la figure 1 
comporte deux substrats en verre 10 et 11 entre lesquels sent feuilletees deux 



30 



35 



1 er depot 



feuilles de matiere thermoplastique en PVB 12 et 13 et une feuille en PET 14 sur 
laquelle est deposee par photolitographie une grille en cuivre 15 constituant 
I'element conducteur de blindage electromagnetique de la structure, la feuille en 
PET 14 etant feuilletee entre les deux feuilles de PVB 12 et 13. La connexion 
electrique de la grille en cuivre a la masse est realisee a I'aide de conducteurs 
plats tels des bus-bar 16 soudes d'une part a la grille de cuivre 15, et relies 
d'autre part a un cadre mStallique 17 relie a la masse. Ce cadre metallique 
constitue le cadre de I'ecran de visualisation et sert de support a la structure de 
blindage associee a I'ecran. 

Pour maintenir en position les conducteurs plats 16 en vue de leur soudage 
sur I'une des faces de la grille en cuivre 15, les conducteurs ferment un retour sur 
la tranche de la feuille en PET 14, le soudage a lieu lors de I'assemblage de la 
feuille en PET et des feuilles en PVB par chauffage des matieres 
thermoplastiques. 

Cependant une mauvaise manipulation des feuilles de PVB et/ou une 
mauvaise operation d'assemblage des feuilles de PVB et de la feuille de PET 
comportant les conducteurs peuvent engendrer des defauts dans la structure tels 
que des cloques entre les feuilles de matiere plastique. De tels defauts sont 
visibles a I'ceil nu et un tel produit ne peut alors pas etre utilise dans des ecrans 
de visualisation. 

De plus, rabattre et coller de manidre propre et sans defauts les conducteurs 
plats sur la tranche de la feuille en PET pour former les retours n'est pas une 
etape rapide dans un precede de fabrication industriel. Et si ce pliage est mal 
realise, il peut conduire a une coupure en coin des retours. 

Par consequent, la dependance de maniere solidaire des moyens de 
connexion electrique, constitues par les conducteurs plats, a I'element conducteur 
de blindage et a la feuille de PET support de I'element conducteur de blindage ne 
permet pas une facilite de fabrication de la structure de blindage. 

L'invention a done pour but de pallier a ces inconvenients en proposant une 
structure de blindage electromagnetique qui autorise une connexion plus simple 
de I'element conducteur de la structure a la masse electrique, par exemple de 
I'ecran auquel elle est associee. 

Selon l'invention, la structure de blindage electromagnetique comportant au 
moins un premier substrat transparent, un element conducteur depose sur une 
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lorsqu'elle est presents sont, sur au moins I'un de leurs c6tes, agencees en retrait 
par rapport au bord libre associe du substrat transparent de maniere a laisser 
place a une portion degagee de I'element conducteur, et que ies moyens de 
connexion sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage mecanique a la 

5 portion degagee de I'element conducteur. 

Selon un troisieme mode de realisation, la structure dont I'element 
conducteur est depose sur la feuille de support et comportant la feuille de 
recouvrement, est caracterisee en ce que Tenement conducteur depose sur la 
feuille de support est dispose a I'oppose de la feuille de liaison et agence en 

10 feuillete entre la feuille de support et la feuille de recouvrement, la feuille de 
recouvrement etant sur au moins I'un de ses cotes, en retrait vers I'inteneur de la 
structure par rapport au bord libre associe du substrat transparent pour laisser 
place a une portion degagee de I'element conducteur, et que Ies moyens de 
connexion sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage mecanique de la 

15 portion degagee de I'element conducteur. 

Selon un quatrieme mode de realisation, la structure I'element conducteur 
est depose sur le substrat, est caracterisee en ce qu'au moins la feuille de liaison 
et la feuille de recouvrement lorsqu'elle est presente sont sur au moins I'un de 
leurs c6tes, en retrait vers I'inteneur de la structure par rapport au bord libre 

20 associe du substrat transparent pour laisser accessible la portion degagee de 
I'element conducteur, et que Ies moyens de connexion sont rendus solidaires par 
collage et/ou par serrage mecanique de la portion degagee de I'element 
conducteur. 

Selon une caracteristique, I'element conducteur est une couche metallique a 
25 base d'argent. En variante, I'element conducteur est constitue d'une grille de fils 
conducteurs, de preference en cuivre. 

Selon une autre caracteristique, Ies moyens de connexion sont constitues 
d'un conducteur plat tel qu'un bus-bar ou un ruban de mousse conductrice. 

Avantageusement, I'ensemble de la periphe>ie du premier substrat de la face 
30 situee vers I'inteneur de la structure ou bien la partie libre dudit premier substrat 
est recouverte d'un email. 

De preference, la portion degagee correspond a la maniere d'un cadre, a 
I'ensemble de la peripheric de Tune des faces de I'element conducteur. 
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metallique du cadre 5 supportant la structure de blindage pour son association a 
I'ecran, la partie interieure metallique 50 etant destinee a etre reliee a la masse de 
I'ecran. 

La structure de blindage 2 est ainsi disposee dans le cadre 5 destine a etre 
associe a I'ecran par des moyens usuels de fixation mecanique. Le premier 
substrat verrier 20 est destine a etre face au spectateur, qu'on definira dans la 
suite de la description comme le cote avant de la structure, tandis que le second 
substrat 21 est destine a etre en regard de I'ecran, c'est-a-dire du cote arriere de 
la structure. 

Avantageusement, le premier substrat 20 est en verre trempe pour resister 
a des chocs, et presente sur sa face externe du c6te du spectateur une couche 
anti-reflets. 

L'element conducteur 30 est par exemple constitue d'une grille de fils 
metalliques, avantageusement en cuivre, deposee sur une feuille de support 31 
transparente en matiere plastique, par exemple en PET ou a base de Tune des 
matieres suivantes, polycarbonate, polymethylmethacrylate, polyether sulfone, 
polyetherketone, et acyronitrile-styrene copolymere. 

En variante, l'element conducteur 30 peut etre plutot une couche 
metallique, telle qu'a base d'argent, deposee sur la feuille de support 31 en 
matiere plastique ou bien deposee directement sur la face interne du substrat 20 
vers I'interieur de la structure. 

La structure 2 comporte egalement une feuille de liaison 22 transparente 
en matiere plastique, telle qu'en polyvinylbutyral, ou en polyurethanne, ou en 
ethylene-vinyl-acetate, disposee contre le premier substrat 20. 

La feuille de liaison 22 assure, lorsque l'element conducteur 30 est rapporte 
sur la feuille de support 31, ('association de l'element conducteur au premier 
substrat 20 par I'assemblage de la feuille de support 31 de l'element conducteur a 
ladite feuille de liaison 22 apres chauffage des matieres plastiques. 

Lorsque l'element conducteur 30 est depose directement sur le substrat 20, 
la feuille de liaison 22 assure notamment I'association du substrat a tout autre 
element. 

Contrairement a Tart anterieur pour lequel la connexion electrique de 
l'element conducteur de blindage est realisee par des conducteurs plats qui 
dependent et recouvrent les tranches de l'element conducteur et de la feuille de 
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support (figure 1), la connexion selon ('invention est obtenue comme il va etre 
explique, directement sur rune des faces de I'element conducteur et en y 
rapportant les moyens de connexion apres fabrication de la structure. 

Dans le mode de realisation illustree sur la figure 2, la feuille de liaison 22 
ne s'etend pas jusqu'aux bords du premier substrat verrier 20 mais est en retrait 
vers I'interieur de la structure de maniere a laisser place a un partie libre 20a 
avantageusement sur I'ensemble de la peripherie interne du substrat verrier, cette 
partie libre du substrat etant de preference recouverte d«un email de couleur noir. 

Les moyens de connexion 40 sont fixes sur cette partie libre 20a et 
s'etendent sur la partie conductrice interieure 50 du cadre 5. Les moyens de 
connexion 40 consistent par exemple en un bus-bar, fixe par collage par exemple 
sur cette partie libre 20a de la peripherie du substrat verrier, I'email noir cachant la 
vision depuis I'exterieur de ces moyens de connexion. 

Quant a I'element conducteur 30 positionne sur la feuille de support 31 et 
en regard de la feuille de liaison 22, il s'etend au-dela de la feuille de liaison 22 de 
maniere qu'une portion 32 de sa face 30a en regard de la feuille de liaison 22 soit 
positionnee en regard de la partie libre 20a sur laquelle sont fixes les moyens de 
connexion 40. La portion 32 correspond de preference a I'ensemble de la 
peripherie de I'une des faces, ici la face 30a, de I'element conducteur. La liaison 
electrique entre les moyens de connexion 40 et la portion 32 de I'element 
conducteur en regard des moyens de connexion est assuree par tous moyens de 
liaison electrique adaptes 41, par exemple une couche de colle conductrice ou un 
ruban adhesif conducteur du type en cuivre. 

Dans ce mode de realisation, la structure comporte le second substrat 
verrier 21 qui presente des dimensions (§quivalentes a la feuille de support 31 II 
est associe a la feuille de support grace a une feuille supplemental 23 en 
matiere plastique telle que du PVB de dimensions equivalentes a celles de la 
feuille de support 31 et du substrat verrier 21. 

En variante mais non illustre, la structure peut ne pas comporter de second 
substrat verrier, et la feuille de support 31 constitue alors directement la face 
arriere qui est destinee a etre associee a I'ecran. 

Dans la second mode de realisation illustre sur les figures 3a et 3b pour 
lequel I'element conducteur 30 reste feuillete entre la feuille de support 31 et la 
feuille de liaison 22, il n'est pas necessaire que la feuille de liaison 22 soit 
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diminuee en superficie par rapport au premier substrat verrier. Par contre, la 
feuille de support 31 est en retrait par rapport a I'element conducteur de maniere a 
laisser depasser une portion 32 de sa face 30b, face associee a la feuille de 
support 31. Cette portion 32, qui correspond de preference a I'ensemble de la 
5 peripherie de la face 30b, est alors directement accessible depuis I'arriere de la 
structure pour recevoir par application et par pression mecanique les moyens de 
connexion 40. 

Les moyens de connexion 40 peuvent par exemple etre constitues d'un 
bus-bar. Ce bus-bar est par exemple plaque contre la portion 32 de la face 30b de 

10 I'element conducteur par le serrage d'une patte metallique 51 solidaire du cadre 5 
de mise a la masse electrique (figure 3a), ou bien etre presse contre la portion 32 
par une partie 52 du cadre de I'ecran qui vient s'inserer entre la structure et la 
partie conductrice 50 du cadre (figure 3b). Le serrage mecanique des moyens de 
connexion 40 est en fait realise par tous moyens adaptes et a portee de I'homme 

15 del'art. 

En variante, les moyens de connexion 40 peuvent etre constitues d'une 
mousse conductrice qui est adhesive pour etre rendue solidaire de la portion 32 
de I'element conducteur et de la partie conductrice 50 du cadre, cette mousse 
etant deposee par une technique d'extrusion ou d'injection. 

20 Dans ce second mode de realisation, le second substrat verrier 21 qui est 

rendu solidaire de la feuille de support 31 grace a une feuille supplemental 23 
en matiere plastique telle que du PVB est aux dimensions de la feuille 
supplemental et de la feuille de support. 

En variante mais non illustre et comme dans le premier mode de 

25 realisation, la structure peut ne pas comporter de second substrat verrier 21, et la 
feuille de support 31 constitue alors directement la face arriere qui est destinee a 
etre associee a i'ecran. 

Dans le troisieme mode de realisation (figures 4a et 4b), I'element 
conducteur 30 est dispose, non pas en feuillete entre la feuille de liaison 22 et la 

30 feuille de support 31 , mais a I'oppose de la feuille de liaison 22. Dans ce cas, la 
structure 1 comporte en outre une feuille de recouvrement 24 transparente en 
matiere plastique, telle qu'en PVB. Cette feuille de recouvrement 24 est deposee 
contre I'element conducteur 30 de maniere a former une couche de protection. 
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Elle permet de plus I'association de I'element conducteur 30 au second substrat 
21 par I'assemblage de ladite feuille de recouvrement audit substrat. 

Cette disposition de I'element conducteur 30 place du cote arriere de la 
structure et done a I'oppose du spectateur engendre un emplacement de la feuille 
de support 31 en PET du cote du spectateur. Lorsque I'element conducteur est 
une grille en cuivre, I'interface de collage entre la grille et le PET presente de 
maniere connue un pigment noir qui se trouve alors du cote du spectateur. Cette 
configuration presente alors I'avantage d'attenuer le reflet rouge du cuivre de 
I'element conducteur, le contort visuel du spectateur etant encore ameliore. 

Dans ce troisieme mode de realisation, les feuilles de liaison 22 et de 
support 31 n'ont pas besoin d'etre en retrait par rapport au premier substrat 20, et 
peuvent etre de dimensions equivalentes au premier substrat. L'element 
conducteur 30 s'eterid egalement sur I'ensemble de la superficie de la feuille de 
support 31, et done jusqu'aux bords du substrat 20. Par contre, la feuille de 
recouvrement 24 est de dimensions inferieures, et en retrait vers I'interieur de la 
structure de maniere a laisser accessible une portion 32, de preference sur 
I'ensemble de la peripheric de la face 30a opposee a la feuille de suppprt 31. Le 
second substrat verrier 21 qui est rendu solidaire de la feuille de recouvrement 24 
est aux dimensions de ladite feuille. 

De maniere similaire au deuxieme mode de realisation, les moyens de 
connexion 40 sont agences directement par I'arriere contre la portion 32 de la face 
30b de I'element conducteur. Les variantes de realisation des moyens de 
connexion 40 et de leur application sont aussi celles decrites dans le second 
mode de realisation. 

Dans le quatrieme mode de realisation (figure 5), I'element conducteur 30 
est depose sur la face interne du premier substrat 20, vers I'interieur de la 
structure, ('element conducteur se presentant sous forme de couche metallique, 
telle qu'a base d'argent. La structure comporte une feuille de liaison 22 qui peut 
assurer I'assemblage du premier substrat 20 avec le second substrat verrier s'il 
est present (ici non illustre) ou I'assemblage direct avec I'ecran. La structure peut 
eventuellement comporter une feuille de recouvrement 24 en matiere plastique 
telle qu'en PVB qui permet d'assurer une autre fonction que la fonction remplie 
par la feuille de liaison 22, ou de proteger la feuille de liaison 22 si celle-ci est faite 
d'une matiere qui peut etre facilement rayee par exemple et de constituer alors 
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une feuille d'assemblage de la structure avec le second substrat verrier s'il est 
present (ici non illustre sur la figure 5) ou bien une feuille d'assemblage de la 
structure directement avec I'ecran. 

Dans ce quatrieme mode de realisation, les feuilles 22 et 24 sont en retrait 
5 vers I'interieur de la structure de maniere a laisser accessible une portion degagee 
32, de preference sur I'ensemble de la peripherie, de la face 30b de I'element 
conducteur. 

De maniere similaire aux deuxieme et troisieme modes de realisation, les 
moyens de connexion 40 sont agences directement par I'arriere contre la portion 
10 32 de la face 30b de I'element conducteur. Les variantes de realisation des 
moyens de connexion 40 et de leur application sont aussi celles decrites dans le 
second mode de realisation, ici etant illustrees les pattes de serrage mecanique 
51. 

A noter que comme dans le premier mode de realisation, le substrat 20 des 

15 trois autres modes de realisation est recouvert, sur I'ensemble de sa peripherie et 
sur sa face interne vers I'interieur de la structure, d'un email noir qui permet de 
cacher I'ensemble de la connexion electrique. 

Ainsi, selon I'invention, Tune au moins de la feuille de support 31 de 
I'element conducteur, de la feuille de liaison 22, et de la feuille supplemental 23 

20 ou de la feuille de recouvrement 24 lorsque I'une est presente, est sur au moins 
I'un de ses cdtes, agencee en retrait vers I'interieur de la structure par rapport au 
bord iibre associe du premier substrat 20 de maniere a laisser nue ou degagee 
sur au moins I'une de ses faces 30a ou 30b, une portion 32 de I'element 
conducteur. Les moyens de connexion 40 reliant I'element conducteur 30 a la 

25 masse electrique de I'ecran sont avantageusement un conducteur plat tel qu'un 
bus-bar ou un ruban de mousse conductrice qui est relie a la portion degagee 32 
de I'une des faces 30a ou 30b de I'element conducteur 30 par collage ou par 
serrage mecanique. 

Les moyens de connexion 40 sont ainsi rendus independants de I'element 

30 conducteur 30, la structure de blindage n'ayant pas besoin de comprendre 
intrinsequement les moyens de connexion electrique, ce qui permet de faciliter la 
fabrication des structure de blindage et des ecrans. 
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REVENDICATIONS 
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20 
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1. Structure de blindage electromagn^tique comportant au moins 

un premier substrat transparent (20), un element conducteur (30) depose sur une 
fertile de support transparente (31) en matiere plastique ou bien depose sur le 
premier substrat (20), ainsi qu'une feuille de liaison transparente (22) en matiere 
plastique qui assure ('association de I'element conducteur (30) au substrat (20) 
par ("assemblage de la feuille de support (31) a la feuille de liaison (22) ou bien qui 
recouvre I'element conducteur (30) lorsque celui-ci est depose directement sur le 
substrat (20), une feuille supplemental (23) ou de recouvrement (24) 
transparente pouvant etre eventuellement associee a la feuille de support (31) 
contre la face opposes a la face associee a la feuille de liaison (22) ou bien 
pouvant etre eventuellement associee a la feuille de liaison (22) lorsque I'element 
conducteur (30) est depose directement sur le substrat (20), des moyens de 
connexion electrique (40) etant destines a etre relies a I'element conducteur (30) 
pour la mise a la masse de ce dernier, caracterisee en ce que I'une au moins de 
la feuille de support (31), de la feuille de liaison (22), ou de la feuille 
supplemental (23) ou de recouvrement (24) lorsqu'elle est presente est, sur au 
moins I'un de ses cotes, agencee en retrait vers I'interieur de la structure par 
rapport au bord libre associe du substrat transparent (20) de maniere a laisser 
degagee sur au moins I'une des faces (30a,30b) de ('element conducteur une 
portion (32), les moyens de connexion (40) <§tant rapportes contre, et/ou.relies, a 
cette portion degagee (32). 

2. Structure selon la revendication 1 et dont I'element conducteur (30) est 
depose sur la feuille de support (31), caracterisee en ce que I'element conducteur 

(30) est dispose en feuillete entre la feuille de liaison (22) et la feuille de support 

(31) , et au moins la feuille de liaison (22) est, sur au moins I'un de ses cotes 
agencee en retrait par rapport au bord libre associe du substrat transparent (20) 
de maniere a laisser place a une partie libre (20a) du substrat transparent et a 
une portion degagee (32) de I'element conducteur, cette partie libre (20a) etant en 
regard de la portion degagee (32) de I'element conducteur, et que les moyens de 
connexion (40) sont rendus solidaires par collage de la partie libre (20a) du 
substrat, et sont relies a la portion degagee (32) de I'element conducteur disposee 
en regard de la partie libre (20a) par des moyens de liaison electrique (41) 
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3. Structure selon la revendication 1 et dont I'element conducteur (30) est 
depose sur la feuille de support (31), caracterisee en ce que Petement conducteur 

(30) est dispose en feuillete entre la feuille de liaison (22) et la feuille de support 

(31) , et au moins la feuille de support (31), et la feuille supplemental (23) 
5 lorsqu'elle est prdsente sont, sur au moins Tun de leurs cotes, agencees en retrait 

par rapport au bord libre associe du substrat transparent (20) de manfere & laisser 
place a une portion degag^e (32) de P6Iement conducteur, et que les moyens de 
connexion (40) sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage mecanique & 
la portion degagee (32) de Element conducteur. 
10 4. Structure selon la revendication 1 et dont I'element conducteur (30) est 

depose sur la feuille de support (31) et comportant la feuille de recouvrement (24), 
caracterisee en ce que I'element conducteur (30) depose sur la feuille de support 

(31) est dispose a l'oppos§ de la feuille de liaison (22) et agenc§ en feuillete entre 
la feuille de support (31) et la feuille de recouvrement (24), la feuille de 

15 recouvrement (24) etant sur au moins Tun de ses cotes, en retrait vers Pinterieur 
de la structure par rapport au bord libre assocte du substrat transparent (20) pour 
laisser place h une portion d6gagee (32) de I'element conducteur, et que les 
moyens de connexion (40) sont rendus solidaires par collage et/ou par serrage 
mecanique de la portion degag£e (32) de Petement conducteur. 

20 5. Structure selon la revendication 1 et dont P6lement conducteur (30) est 

depose sur le substrat (20), caracterisee en ce qu'au moins la feuille de liaison 
(22) et la feuille de recouvrement (24) lorsqu'elle est presente sont sur au moins 
Tun de leurs cotes, en retrait vers Pinterieur de la structure par rapport au bord 
libre associe du substrat transparent (20) pour laisser accessible la portion 

25 degagee (32) de Pdlement conducteur, et que les moyens de connexion (40) sont 
rendus solidaires par collage et/ou par serrage mecanique de la portion degag6e 

(32) de P6lement conducteur. 

6. Structure selon Pune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que I'element conducteur (30) est une couche nrtetallique a 

30 base d'argent. 

7. Structure selon Pune des revendications 2 a 4, caracterisee en ce que 
I'element conducteur (30) est constitue d'une grille de fils conducteurs, de 
preference en cuivre. 
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8 Structure seion Tune quelconque des revendioations preoedentes 
"7" e " 08 " ue les ™ * connexion (40) son, oolwTS 
conducteur p,a, te, qu'un bus-bar ou un ruban da mousse conduCrT 

9 Structure seion rune q ue.oonque des revendioations precedent 

■ earache en oe que rensembie de .a peripherie d u premier substra, ( 2 0) de 7a 
ta. **. vers nnterieur de ,a struoture ou bien ,a partie libre < 2 0a) dudl p emilr 
substrat est recouverte d'un email. Premier 

10 Struoture seton Tune quelconque des revendioations preoeden.es 

o~ s ,r: z r, ia portion ^ < 32) » * 

concur " ^ ** «~ < 30 " 3 °» * 

11. Structure selon rune quelconque des revendioations precedents 
carectensee en oe que to feullle de support (3,) es, en matiere pL^e 2 
exemple en PET ou a base de rune des matieres suivantes, poVcILnaT 
po.ymethyKmemaJacry.ate, polyether sultone, po^etherKetone, et 
styrene copolymdre. ^yronnnie- 

oar.J 2 ,"™ Se ' 0n '' Une qUelC ° n<,Ue dSS ^n*a«ons preoedentes 
e " 06 qUe ' a feUi,te * ^ (22 ), !a .euille supplemental (23 ) e, a' 
feu * de reoouvremen, (24 , son, en matiere plasflque. ,e,,e qu'en polyv*2yL 
ou en polyurethanne, ou en e*ylene-vi n yl-acetate. "yftutyral, 

car, J 3 ! XnKMXe Sel0 " '' U " e " Uel00nc ' ue *• revendioations preoedentes 
careotensea en ce quelle es, encastree dans un cadre (5) don, ,a pal injure 

88 ; e ' a, " qUe St °— Nu* couren, les moyens de connexion (40 

car,,, Se '° n '' Une qUe ' COnqUe deS indications preoedentes 

caractensee en ce qu-eile es, assemblee * ,a face avant d'un ec^ de 
v,sua„sa,ion, ,e, qu,n ecran p,asma, e, rellee a ,a masse .iectrique de oe," an 
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